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半導體封裝測試專輯前言

近年來封裝尺寸變小及數百萬bump全檢逐漸成為趨勢，利用三維形貌檢測技術介紹半導體封測製程檢測需求及不同方法間檢測能力的分析比較。並介紹不同應力檢測方法的適用性，及量測中心發展的全域穿透式應力量測方法優勢，以解決應力的問題，提昇產品可靠度。此外，也針對不同缺陷種類，利用演算法結合高階FPGA快速檢測其結果。但對於高單價3D IC，在2D影像上只顯現多層裸晶和多層焊線於某一視角之疊影，使用者無法透過影像清楚地辨別封裝的好壞，藉由X光影像分析技術可檢測IC封裝及多層PCB缺陷，以瞭解不同內層缺陷種類。
